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TGV用plasma清洗设备

概要

用途

规格

高品质，快速，高自动化的等离子清清洗
多气体选择，高清洁均匀性，低气体消耗

TGV开孔后，镀膜前的表面清洗，表面改性
也适用于在IC封装或LED封装行业中Die Bonding, 
Wire Bonding, Molding, Ball-Mounting，
Underfill前各类基板的清洗

在线真空等离子清洗模式
-------------------------------------------
气体选择：Ar、O₂、H₂、N₂、混合气体等）
--------------------------------------------------------
清洗速率：每周期28~33sec (含装载/卸载/等离子处理)
--------------------------------------------------------
低温等离子清洗腔能力：
每周期可处理2~3条或5~6条substrates 或lead-frames
--------------------------------------------------------
操作模式：手动或自动
--------------------------------------------------------
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